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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES -

Part 2: Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organlzatlon for standardlzatlon comprlsmg
all ngtiomat—etectrotechmicat—committees \IEU Natiomat \.;uulllllu.vvb) Ftre UUJUL,L Of —HE promote
internfitional co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and eleegtronic|fields. To
this epd and in addition to other activities, IEC publishes International Standar ifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he as “IEC
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE terested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. Int i nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepara 'on ks closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda i iti etermined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters ex ernational
consehsus of opinion on the relevant subjects since each from all
interegted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations fg ) National
Comnlittees in that sense. While all reasonable efforis are m hat the technical contgnt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be [ hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity i i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in th' i and regional publications. Any djvergence
betwepn any IEC Publication and the corre i iohal ‘er regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.

5) IEC itgelf does not prowde i nndependent certification bodies provide gonformity
assespment services and 2 to IEC Jmarks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by inde e es

6) All usgrs should

7) No liapility shall perts and
memb amage or
other fees) and
expen bther |IEC
Publig

8) Attent ications is
indisp

9) Attent subject of
paten{ ri

Internat iftee 91:

Electrorniesiassembly technology.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1998, and constitutes
a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

IPC-A-610 on workmanship has been included as a normative reference;
some of the terminology used in the document has been updated;
references to IEC standards have been corrected;

the use of lead-free solder paste and plating are addressed.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

91/1091/FDIS 91/1103/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list offall parts of IEC 61 T9T under the general title Printed board assembli
in the IHC website.

The committee has decided that the contents of this publication
the stability date indicated on the IEC web site under "http;
related o the specific publication. At this date, the publication w

* reconfirmed,
« withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@@

can

e found

led until
he data
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES -

Part 2: Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

1 Scope

This part of IEC 61191 gives the requirements for surface mount solder _connections. The
requirer];nents pertain to those assemblies that are totally surface mounted or\to the'lsurface
mounted portions of those assemblies that include other related techndlogies (elg.~through-
hole, chip mounting, terminal mounting, etc.).

2 Norfmative references

The follpwing documents, in whole or in part, are normative
are indigpensable for its application. For dated refere
undated references, the Ilatest edition of the
amendnpents) applies.

ereNoeT is documjent and
wthe’ edition’cited applies. For
pent (includipg any

IEC 611[91-1:2013, Printed board as 1 )Generic|specification — Requifements
for soldered electrical and electronic assemblie ) ¢ mount and related agsembly
technologies

IPC-A-6[10E:2010, Accepta

3 Confventions

Unless |otherwise spe ifie L the word "shall" signifies that the requirgment is
mandat 2 equirement requires written acceptance by the user,
e.g. via n or contract provision.

The wof ndicate a recommendation or guidance statement. The word
“may” ipdica a ignal “situation. Both “should” and “may” express non-madndatory
situatiorn i xpress a declaration of purpose.

4 Generalrequ

Clause 4 of IEC 61191-1:2013 is a mandatory part of this standard.

Workmanship of surface mount assemblies shall meet the requirements of IPC-A-610E in
accordance with the classification requirements of this standard.

5 Classification

This standard recognizes that electrical and electronic assemblies are subject to
classifications by intended end-item use. Three general end-product classes have been
established to reflect differences in producibility, complexity, functional performance
requirements, and verification (inspection/test) frequency. These are the following:

Level A: General electronic products
Level B: Dedicated service electronic products
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Level C:  High performance electronic products

The user of the assemblies is responsible for determining the level to which his product
belongs. It should be recognized that there may be overlaps of equipment between levels.
The contract shall specify the level required and indicate any exceptions or additional
requirements to the parameters, where appropriate (see 4.3 of IEC 61191-1:2013).

6 Surface mounting of components

6.1 General

This clause covers assembly of components that are placed on the surface to be manually or
maching soldered and includes components designed for surface mounti as. [well as
throughthole components that have been adapted for surface mountin

6.2 Alignment requirements

Sufficient process control at all stages of design and assembly able the
post-soldering alignments and solder joint fillet controls spgcifie i

Relevant factors affecting the requirements includ nponent
proximities, component and land solderability, sold jgnment
and conmponent placement accuracy.

6.3 Plrocess control

If suitaljle process controls are not in(plac y i i . intent of
Annex A, the detailed requirements of £ nn%ha be_mfandatory.

6.4 S ements

The lea 5 nts shall be formed to their final configuration
prior to i i such a manner that the lead-to-body seal is not
damage ] d tha they. may be soldered into place by subsequent prpcesses
which d ses’decreasing reliability. When the leads of dugl-in-line
packagd ultilead devices become misaligned during procesgsing or
handling ) y_be straightened to ensure parallelism and alignment prior to mpunting,
while mai 3

6.5 F

6.5.1

Leads hat the

non-parallelism between the base surface of the component and the surface of the printed
board (i.e. component cant) is minimal. Component cant is permissible provided the final
configuration does not exceed the maximum spacing limit of 2,0 mm (see Figure 1).
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No bend
into the seal

|
45°- 90° / R

2.0 mm maximum

6.5.2

Leads 4 dy seal. Bends ghall not

extend i be >1 T (T = nomipal lead

thickned [ lower bends in re|ation to

the mounting land shall be 45° minimum and_ 90

6.5.3

Lead dgformation (uninte

a) noe

b) leadfto-body seal or weld is amaged by the deformation,

c) doeg not vioI' i pacing requirement,

d) top he top of body; preformed stress loops may extend
abo awever, stand-off height limit shall not be exceeded,

e) toe ifpre ’ 5, .shall not exceed two times the thickness of the lead (2 T),

f) copl eeded

6.5.4

Comporjents with~axial leads of round cross-section may be flattened (coined) for [positive

seating [in‘surface mounting. If flattening is used, the flattened thickness shall be not Igss than

40 % (0] thU UI;H;IIG: d;dlllctcl. r=aﬂc||cd alrcdo Uf :uado th“ bU U)\b:udcd fIUIII tl e 10 %

deformation requirement in 6.5.3 of IEC 61191-1:2013.

Flattened leads on opposite sides of a surface mount part shall be formed such that the non-
parallelism between the base surface of the component and the surface of the printed board
(e.g., component cant) is minimal.

6.5.5

Dual-in-line packages (DIPs)

Dual-in-line packages may be surface mounted provided the leads are configured to meet the
mounting requirements for surface mounted loaded parts. The lead preparation operation
shall be performed using die forming/cutting systems. Hand forming and trimming of leads are
prohibited.

IEC 1364/13
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6.5.6 Parts not configured for surface mounting

Flatpacks of the through-hole configuration, transistors, metal power packages, and other
non-axial lead components shall not be surface mounted unless the leads are formed to meet
the surface mounted device lead forming requirements. Such applications shall be agreed on
between user and manufacturer.

6.6 Small devices with two terminations
6.6.1 General

The detailed requirements for mounting of small devices with two lead terminations are
defined in the following subclauses.

6.6.2 Stack mounting

When p
betweern

6.6.3 Devices with external deposited elements

Components with electrical elements deposited on an’external s g i sistors)
shall be

6.7 Lead component body positie

6.7.1 General

Parts m circuitry
or parts b stand-
off heig ovide a
minimur ircuitry.
The ma printed
wiring s

6.7.2

The bod rface of
the prin ched to
the sub nounted
axial-ledc¢ petween
the bas minimal
and in n mits.
6.7.3

TO-can devices, tall profile components (i.e. over 15 mm), transformers, and metal power
packages may be surface mounted provided the parts are bonded or otherwise secured to the
board in a manner which enables the part to withstand the end-item shock, vibration and
environmental stresses.

6.8 Parts configured for butt lead mounting

Components designed for through hole (pin-in-hole) applications and modified for butt joint
attachment, or stiff leaded dual-in-line packages may be butt mounted on level A and B
products. Butt mounting is not permitted on level C products unless the component is
designed for surface mounting.
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6.9 Non-conductive adhesive coverage limits
Non-conductive adhesive materials, when used for component mounting, shall not flow onto,
or obscure, areas to be soldered or into vias or plated-through holes.

7 Acceptance requirements

7.1 General

Materials, processes, and procedures described and specified in IEC 61191-1 provide for
soldered interconnections that are better than the minimum surface mount acceptance
requirements in this clause. Processes and their control should be capable of producing
product|meeting or exceeding the acceptance criteria for defined product levels:

7.2 Clontrol and corrective actions

The dethiled requirements for acceptance, corrective action li ination,
and genleral assembly criteria described in IEC 61191-1 are 2 andard.
In addifion, the following subclause shall be met for a and for
connectjon acceptability.

7.3 Surface soldering of leads and terminations

7.3.1 General

Solder |oints or terminations on componen exhibit
solder jpints that meet the general d with the
specific| measurements defined in 7.3.3 surface
mounted components will Se i i ment is
permittgd to the extent specifie QVe il y | not be
violated

In the followinagaphs, he only
requirement is that'z ( illet to both lead/termination and lands be]| visible.
Geomet > any requirements are considered non-critical to the
perform

Surface j \ to connector, socket, and other leads or terminations| without
mechan ! je stress from insertion and withdrawal of components o1 printed
boards $h i

7.3.2 Solder fillet height and heel fillets

7.3.21 General

The height F of solder fillets, including heel fillets, as required in the following subclauses
shall be judged by the distance the applied solder has risen up the joined surface. Figure 2
illustrates this measurement for joints of equal height but having different solder volume. In
7.3.3 to 7.3.12, for some lead configurations, the minimum acceptable fillet height criteria is
referenced to the lead thickness T, or one half the thickness (0,5 T). When referenced to T,
the height of the heel fillet to a formed lead shall be measured at the lowest point of the inside
bend radius of the lead, as indicated by point A of Figure 2b (e.g. level C in Figures 3 to 5).
When referenced to 0,5 T, the fillet may be 0,5 T lower (e.g. level B in Figures 3 to 5).

NOTE Subclause 7.3.3 provides an organization that combines the requirement paragraph, the appropriate Figure
and a dimensional table that describes the specific details.
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7.3.2.2 Solder connection contours

A mounting technique shall be used to compensate for the coefficient of thermal expansion
(CTE) mismatch of the part and board. This mounting technique shall be limited to part leads,
specialized mounting devices, and normal solder connections. The use of specialized stand-
offs mounted between the part and the land is permissible. Leadless components shall not be
soldered into place utilizing redundant interconnect wiring between the component
castellation and the land. When CTE mismatch compensation is provided, bottom only
terminations and leadless chip carriers (see 7.3.8 and 7.3.9) are not required to have 0,2 mm
solder thickness.

Designs WhICh utilize speC|aI solder connection contours as part of a CTE mismatch
compengation—system—shallbe—identified—on—the—approvalassembly—drawir g he—mounting
technque shall be capable of performmg W|th a solder connectl
requirements of this standard.

7.3.2.3 Surface mount device lead heel position

The hedl of a leaded component shall not overhang the lan

NOTE T
7.3.2.4
Compor bars in
their defsi Fxposed
basis me
F = fillet height
/ /
7, F
0 0
/. / / L /.

IEC 1365/13

Figure 2a — Fillet height
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A = lowest point of inside

bend radius

9,

)

—p| |<¢— T =lead thickness

—12 —

Figure 2b — Fillet height referenced to lead

Figure 2 — Fillet he

o

61191-2 © IEC:2013

L = projected lead length

IEC 1366/13
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Flat ribbon L and gull-wing leads

Solder joints between substrate lands and flat ribbon leads formed into L, and gull wing shape
component leads of either stiff or flexible materials shall meet the alignment and solder fillet
requirements of Figure 3 for each product level.

ALV

%

Side ov

Lead
$ "
% J — W
L . N
NN o [\Wh

Sg¢ T ' !
\/ W//> ¢ " Land

AW |&=CH
brhang Toe overhang

End joint width

See ncte @
of the table

%

4]
=

D = dide joint length

W = lead width

Toe down heel
fillet height

Line bise:
~" lower ber{d radius

ting

IEC 1367/13

Dimensions in millimetres

AN
N

Featuré\ b‘\mer}?x{on Level B Lével C

Maximufn side overhang 12 Wor 0,5 9 1/2 W or 0,59 174 W or 0,5 9
whichever is less; whichever is less; whichgver is less
1/3 W below 0,5 mm | 1/3 W below 0,5 mm
pitch devices pitch devices

Maximum toe@h@g\ \ B 12 wd Not permitted Not permitted
Minimurh end joint width -\ c w-A w-A W-A
Minimurhside jointfefigth.> © D 12 L 23 L /4 L
Maximupn heeldfi theig\’»{ E ea a a
Minimurh héel-fillet height F € G+12T 5+ T
Minimurmrsotder-thickness G € €

For lead frames made of Fe-Ni alloy 42 the next higher level should be chosen.

€ Properly wetted fillet evident.

@ Solder fillets for levels A and B may extend through the top bend.

d  Shall not violate minimum design conductor spacing.

b Leads not having wettable sides or ends by design (such as leads stamped or sheared from prepared stock)
are not required to have side or end fillets, but side overhang is not permitted (all levels).

€  Devices with W greater than D shall be exempted from the side joint requirements of this table.

7.3.4

Figure 3 — Flat ribbon L and gull-wing leads

Round or flattened (coined) leads

Joints formed to round or flattened (coined) leads shall meet the dimensional and fillet
requirements of Figure 4 for each product level.
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Rl

Side overhang < End joint width

See note? of

Line bisecting

~ lower bend radius

N T —A—/‘L/\Q\l %

—— D——> Other land configurati
Toe down heel
fillet height

Side joint length

diameter or round lead

the table _
N N W = flattened lead width or

T = thickness of lead at joint

IEC 1368/13

Nim nsions in millimetres

Feature Dimension Level/’/ \be{el B\ Level C

Maximum fide overhang A ww ()] ASasw 14 w
. b
Maximum ftoe overhang B A > \ N >b
Minimum énd joint width c °\ \ ) E wl A
Minimum gide joint length D a 1\/\{L 2/3 L 314 L
Maximum heel fillet height E \ O\ > a
Minimum heel fillet height N NOGEK > G+1/2T GhT
AN
Minimum golder thickness [\ N ?‘\ ) ©
Minimum gide joint height © G+1/2Tor G+1/2TprG+0,5
G + 0,5 whichever whichever is less
is less
@ Soldef fillet for level rough the top bend. Solder should not extend under the bjody of low
profild surface maunt\c hose leads are made of Fe-Ni alloy 42 or similar metals.
®  Shall hot violate miqi i Or spacing.
°  Propelly wetted fillet‘evi .

$ig e 4 — Round or flattened (coined) lead joint
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7.3.5

J leads

Joints formed to leads having a J shape at the joint site shall meet the dimensional and fillet
requirements of Figure 5 for each product level.

[— W —p

A
.
/Mde overhang Toe overhang L od
See notd”
of the talple B
W = lead wi
i - T = lead e
F
4
4— D—p
Side joint length
IEC  1369/13
(‘\ Q Dimensions in millimetres
< N
Feature [\ Dime(rsi{)n Level A Level B Leviel C
Maximum|side overhang ' K A \ 172 w 172 w 114 w
Maximum [toe overhéng) & \& of af 1f
Minimum gnd joint widtp\ \\1\ d w-A WEA
Minimum bide joint |e<\gth ¢ \\D/ d 112 W 1102 w
Maximum |fillet Qég\h\ \ \ E a a !
Minimurn fijet height \\ \ F b. d G+ 12T Gl
Minimum ko rMe§.\§ ) G d ¢ i
#  Maxinjum sol fillet should not touch package body.
® Maximuny height to d radius shall not exceed 2 T. Fillets shall be furnished on both toe and heel [area of J-
lead.

Unspecified parameter.

Prope

rly wetted fillet evident.

Leads not having wettable sides by design (such as leads stamped from pre-plated stock) are not required to
have side fillets.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 5 — J lead joint
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Rectangular or square end components
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Solder joints to components having terminations of a square or rectangular configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of Figure 6 for each product level.

Side overhang
of termination

——

|¢o+l4—1+

%

See noted
of the tabl

T

!

T

E
i '
I
i
[

End overha

R

End overlap

H = height of termination zone
W = width of termination area

Five face
termination

EC  1370/13
Dimensions in millimetres
Feature Mnension Lev Level B Leviel C
Maximum bide overhang ° K e Wor 1,5 1/3 W or 1,5 1/4 Wor 1,5
ichever is less whichever is less whichevegr is less
End overhéng ) Q \B\ Not permitted Not permitted Not pefrmitted
Minimum ¢gnd joint width \a\ 12 W 12 W 3/14 W
Minimum dide joint |er§th\ \\D/ d 12T b T
Maximum fillet hefght< \ )\ N E s s 3
Minimumf&% F d GiildHor |G+ 1/4HlorG+05
G + 0,5 whichever whichevegr is less
is less
Minimum solder thickness b> G d d op®
Minimum dnd.overlap ° J 2/3T 2/3T 34T
®  The maximum Tillet may overnang the land or extend onto Ihe top of the end cap metallization, however, the

solder shall not extend further onto the component body.

not required.

Prope

rly wetted fillet evident.

Not required for one face only termination type components.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Unless satisfactory cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is

Figure 6 — Rectangular or square end components
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Cylindrical end cap terminations

Solder joints to components having cylindrical end cap terminations (e.g. MELFs) shall meet
the dimensional and solder fillet requirements of Figure 7 for each product level.

)

Side overhang

See note®

( of the table

-

i4—m

A G
T =

Side joint length
and end overlap

[ ]
M D M

End overhang

(X

IEC 1371/13

Dimensions in millimetres

Feature . \I&'k(nensio\n\ \JLeM Level B Level C
Maximum bide overhang ° / AN T X 173 w 17h w
End overhang x > B >Not permitted Not permitted Not pgrmitted
Minimum dnd joint width”_ ¢ \ b 12w 17h w
Minimum dide joint Ien/gth\ R b 12T 3T
Maximum fillet hel ht ~e/ L b P
(end and sjide)
Mlmmum& B F ° ° G+ 14 Wor
(end and s \ G + 1,0 fwhichever

is |ess

Minimum golder thickness G b b P
Minimum gnd overlap J 2/3T 2/3T T
a The nraximmomTfittetmmay overtrang—thetanmdorexterd—omtothe—topof the—emd=cap metattizatiom,owever, the

solder shall not extend further onto the component body.

Properly wetted fillet evident.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 7 — Cylindrical end-cap terminations
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7.3.8 Bottom only terminations

Discrete chip components, leadless chip carriers, and other devices having metallized
terminations on the bottom side only shall meet the dimensional and solder fillet requirements

of Figure 8 for each product level.

T
5
Y
<o >
4
=
—_/

y Side overhang End overhang

BF}( —¥

Side joint length
IEC 1372/13

Dimensions in millimetres

AN o
Feature imensio Level A Level B Level C
[ Coimeneion, |~

Maximum|side overlge\ngy < \Q ad ad 3
End overhang \/B\\/ Not permitted Not permitted Not pgrmitted

Minimum fend joint width c/ 12 W 12 W 3h w
Minimum sidejM\Q \ \ D a a :
Maximum|fitet height | "\~ E » s -
Minimun fillet height > F s a :
Minimum solder\thic{ness\x G b e 0}2°

@ Unspdcified paramW

b

Propefly \wetted fillet evident.
° Unless satisfactory cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is
not required.

¢ Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 8 — Bottom only terminations
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7.3.9

Leadless chip carriers with castellated terminations

Joints formed to castellated terminations of leadless chip carriers shall meet the dimensional
and solder fillet requirements of Figure 9 for each product level.

B
H /
Corner
matallization s 1
o {termination}
>/>A// & Fillet requiredif\’
. land is present.
Side overhang overhang
TSt %
* A
AV R F
1. s AN & v
] L T
T »D ¢
> P |4
Side joint length
IEC| 1373/13
Dimensions in millimetres
Feature Djmension_ Level B LeVel C
Maximum|side overhang? Nooa 1&2 w 12 w 17 w
o~
End overhang L \B\ Not permitted Not permitted Not permitted
Minimum end joint width >, 0 [ a6 S zw 12 w 3w
Minimum bide joint lengt \) E 12 For P 12 For P
whichever is less whichever is less
Maximum(fillet height\ \.E/ Not applicable Not applicable Not aplplicable
Minimum fillet r@ght \ > F ° G+ 1/4H G+l112 H
Minimum f6lder thickiess. | G ° ° of2®
®  Length D de}&de tWIIet height F, and is referenced to end of package.
®  Unles$ satisfa ry cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when ¢leaning is
not refjuired.
°  Propefly Wwetted fillet evident.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 9 — Leadless chip carriers with castellated terminations
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7.3.10 Butt joints

Joints formed to leads positioned perpendicular to a circuit land in a butt configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of Figure 10 for each product level. For
level A and B products, leads not having wettable sides by design (such as leads stamped or
sheared from preplated stock) are not required to have side fillets; however the design should
permit easy inspection of wetting to the wettable surfaces.

Lead

N

AT s

Side overhang Land protrusion

A
v

Side joint length

See nofe? of the table.
IEIC  1374/13

Dimensions in millimetres

Featug/x > 2Di\HQns\|‘0Q \/ Level A Level B Level C"®

Maximum|side overha\n‘{e /Q > 1714 W Not permitted Not pgrmitted
Minimum Jand protrusion B T or 0,5 whichever | T or 0,5 whichever T or 0,5|whichever
is greater is greater is greater
Minimum lend jo@tm \ \> c 34 W 34 W 3w
Minimum gide 'oih\ler}gt\h\A D ¢ © ©
Maximum fm‘et\hm \ ) E a a a
Minimum fillet heig F 0,5 0,5 G +15Wor
G + 0,5|whichever
is greater
Maximum solder thickness G 0,1¢ 0,1¢ 0,1¢

& Maximum fillet may extend into the bend radius. Solder shall not extend under the body of low profile surface
mount components whose leads are made of Fe-Ni alloy 42 or similar metals.

To be permitted for level C product, parts shall have been defined for butt joint SMT mounting.

Unspecified parameter.

Properly wetted fillet evident.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 10 — Butt joints
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7.3.11

Inward L-shaped ribbon leads

- 21 -

Solder joints to components having inward L-shaped ribbon lead terminations shall meet the
dimensional and solder fillet requirement of Figure 11.

W
E
H = lead height
, L = leadlength
/ P = land wi
/ P W = d width
; P ”
/ / Split lead version
B
w
P
H
{ :
G \
* Land
a4 R
A
IEC 137p/13
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B quel (o4
Maximum side overhang e A 172 W 172 W 1/4 Wor 1/4 P
whichever is less
Minimum land protrusion B a a 1/2 Hor 0,5
whichever is less
Minimum end joint width C 172 W 172 w 3/4 Wor3/4 P
whichever is less
Maximum fillet height H H H
Minimum fillet height G+14HorG+05 | G+14HorG+05 | G+1/4Hor G+0,5
whichever is less whichever is less whichever is less
Minimum solder thickness G No limit if all other No limit if all other No limit if all other
requirements met requirements met requirements met

? Identified parameter.

b

Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 11 — Inward L-shaped ribbon leads
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Solder joints to power dissipating components with flat lug leads terminations shall meet the

dimensional requirements of Figure 12 for each product level.

w L = lead length
1 P = land width
W = lead width
1 T = lead thickness
|¢~C—>|
Al e ; P
K—y% /J(?/
-
1
—l I« _L ; R 5 -
B
? |t—D —DJ}"— f
IEC 1376/13
Dimensions in millimetres
Feature Dimension (\ L\e\QW Level B Level C
Side overpang m t R\erﬁitted Not permitted Not permitted
Toe overtjang [\ N (B\ Not permitted Not permitted Not permitted
Minimum fend joint width k x \ 12w 172 w w
Minimum bide joint |%~ng> Q \q L-K® L-K® 1-k®
Maximuml|fillet height \/E\\/ b b GiT41.0
Minimum fillet height< F b b Gy T
Maximum soldeﬁr%’s%\s \ \ G b b 0,2
Maximum|| Nrus&n\ J b e T
Maximum|g K b 2T T
®  Wherg the lug-is intended to be soldered beneath the component body and the land is designed for this purpose,
the lead shall;showevidence of wetting in the gap K.
e Unspdqcified’ parameter.

Figure 12 — Flat lug leads
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7.4 General post-soldering requirements applicable to all surface-mounted

assemblies

7.41 Dewetting

Non-conforming, defect level A, B, C: dewetting at any termination if it reduces the wetted

area of any termination or land by more than 5 % of the maximum.

7.4.2 Leaching

Non-conforming, defect level A, B, C: leaching at any termination if it causes more than 5 %

of the visible part of any termination wetted area to become unwetted.

7.4.3 Pits, voids, blowholes, and cavities

Non-conforming, defect level A, B, C: when the wetted areas or w 3solder
joint ard reduced below the specified minimum for the relevant joint type:

7.4.4 Solder wicking

Non-conforming, defect level A, B, C: wicking pre ‘ ifi minimum [ wetting
requirements for the relevant joint type from being alises excessive stiffngss in a
lead.

7.4.5 Solder webs and skins

Non-conforming, defect level A, B, C: a 2 skin present.

7.4.6 Bridging

Non-conforming, defe( vanted bridging joining normally [isolated
conductjng surfaces.

Non-corforming@ B : re excess solder causes a large rigid comnection
between two or mqre : ations that are intended to be electrically connected
but phy \ 3 ¢ non-conforming. Defect due to stress risks from CTE
mismatd

7.4.7

Non-cor il evel A, B, C: loss of identity data or parametric value marking
through|degradation of characters or colours on components, parts, printed boards.

7.4.8 |Solder spikes

Acceptable, level A, B, C: spikes that have rounded tips or are less than 0,5 mm high and

appear in circuits that operate below 250 V a.c. or d.c.

Non-conforming, defect level A, B, C: any spike that violates minimum design spacing.

7.4.9 Disturbed joint

Acceptable, level A, B, C: a joint with surface roughness (grainy or dull finish).

Non-conforming, defect level A, B, C: any joint exhibiting a crack, fillet lifting, or a surface

exhibiting visible contamination.
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7.4.10 Component damage

Non-conforming, defect level A, B, C: any damage to a component, part, or board that may

a) cause loss of functionality, reduction in reliability, or
b) result in failures to meet relevant IEC or user’s specifications, or
c) it may be a rejection criterion for quality inspections.

7.4.11 Open circuit, non-wetting

Non-conforming, defect level A, B, C: any solder joint where solder was available but there
has been failure to wet any surface specified as being part of the minimum_joint, for example

due to splder balling, poor solderability, surface tension effect (tombstoning).

7.4.12 | Component tilting

Acceptdble, level A, B, C: a component or part that exhibits tilt i
relevan{ specified requirements for all its soldered joints.

Non-conforming, defect level A, B, C: any componen
meet th¢ specified minimum requirements.

7.4.13 | Non-conducting adhesive encroach ({

Acceptdble, level A, B, C: adhesive e intodassolder joint that does not p

from mgeting the relevant specified mini

Non-conforming, defect le
cause if to fail to meet t
reliable rework.

7.4.14 | Open c;? i i

Non-conforming, : any failure to make a solder joint due to lo
availability of soldé r during”soldering, for example arising from a stencil
shadow

7.4.15

Acceptdble
than 1,6 m

requirements for the relevant level are met.

) e encroachment into a solder joint
pecified. minimum requirements for the joint or

cets the

b fail to

event it

hat will
prevent

tal non-
defect,

: provided component body length is less than 3,2 mm, width is less
ickness greater than 1,0 mm and all solder joint and al

gnment

8 Rework and repair

Rework shall only be undertaken with prior permission of the user. The maximum number of

rework actions on an individual board or unit shall be agreed on with the user.

All rework activities on a product shall be recorded in the manufacturer’s quality system. This

data shall be used for continual improvement and corrective action by the supplier.

When rework is performed, each reworked or reflowed connection shall be inspected to the

requirements of 7.3. See Table 1 for re-workable defects.
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Table 1 — Surface mounted solder joint defects

No. Defects

1 Defects identified in Table 2 of IEC 61191-1:2013.

2 Flat, ribbon L, or gull-wing lead solder connections that do not meet the requirements of 7.3, 7.3.2 or
7.3.3.

3 Round or flattened (coined) lead solder connections that do not meet the requirements of 7.3, 7.3.2 or
7.3.4.

4 J lead solder connections that do not meet the requirements of 7.3, 7.3.2 or 7.3.5.

5 Rectangular or square end component solder connections that do not meet the requirements of 7.3,
7.3.2 or 7.3.6.

6 Cylindrical end cap termination (MELF) solder connections that do not meet the fequirementsQof| 7.3,
7.3.20r7.3.7.

7 Bottom only termination solder connections that do not meet the require B.8.

8 Leadless chip carrier with castellated termination solder connections i gments

of 7.3, 7.3.2 or 7.3.9.
9 Butt joint solder connections that do not meet the requirements
10 Inward L-shaped lead connections that do not meet the requirements

11 Flat lug leads on power dissipating components that do/hot meet\the

7.3.12. m

&
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Annex A
(normative)

Placement requirements for surface mounted devices

A.1  General

The following placement requirements for surface mount devices shall be imposed only if
process controls are not sufficiently in place to ensure compliance with 6.3.

A.2 (CQomponent positioning

Misregigtration of components shall not reduce the spacing to adjacent printed>wir Br other
metallized elements by more than the minimum electrical spacir

A.3 $mall devices incorporating two terminations

A.3.1 Metallization coverage over the land (side-to-side)

At leasf 75 % of the component m h end of the compongnt shall
overlap|the land area. If land metalljzatic is/less than 75 % of the component
metallizption, the component metallization sha he—€ntire width of the land (see
Figure 4).

A.3.2
At least ization shall overlap the land area. Minimum
conduct Figure 6).

ed such that the side overhang does not exceed 25 % of the

nd cap). At least 2/3 of the thickness of the metallized face

see Figure 7). Use of lands with cut-outs (e.g. U-shaped lands)

sompenent positioning is permissible provided that an adequate solder fillet i formed.

At least 3/4 of the cross-section of each metallized castellation of a leadless chip carrier shall
be over the land to which the chip carrier is registered (see Figure 9).

A.6 Surface mounted device lead and land contact

Minimum contact length (D) shall be equal to 3/4 of the foot length (L) for flat ribbon leads,
J leads, round leads and flattened round leads. Refer to Figures 3 to 5.

A.7 Surface mounted device lead side overhang

Leads may have side overhang, provided the overhang does not exceed 25 % of the lead
width or 0,5 mm, whichever is less, and minimum conductor spacing is maintained.
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A.8 Surface mounted device lead toe overhang

Toe ends of leads of surface mounted devices may overhang the land, provided the minimum
electrical spacing and contact length is maintained.

A.9 Surface mounted device lead height off land (prior to soldering)

Round or flattened leads may be raised off the land surface a maximum of one-half the
original lead diameter. Flat or ribbon leads may be raised off the land surface a maximum of
two times the lead thickness or 0,5 mm, whichever is less. Toe up or toe down on flat and
round leads shall be permissible provided that separation between leads and termination area
does noffexceed Z T and 172 D Imits, respectively.

A.10 PRositioning of J lead devices

J lead devices shall be mounted so that the side overhang is les id width.
The part shall be positioned so that a minimum solder fillet of brmed.

A.11 PRositioning gull-wing lead devices

It is preferred that leads be seated su
(no overhang).

A.12 External connections to packaging & erconnect structures

Where packaging and inf
expansipn, they shall
that will{[degrade the t

9,

&l)7are used to provide controlled [thermal
ystem elements (i.e. chassis or heat sinks)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —

Exigences relatives a I’assemblage par brasage pour montage en surface

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une orgamsatlon mondiale de normalisation
Compk bvv UU IUIIDUIIIUIU Ut:b L,UIIIII.SD vlvuuutvunllqucb IIdLIUIIdu)\ \UUIIIILUb IIclI.IUIId )\/TJ.\U o \JE'} La CEI a

pour ¢pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions norma' ation|dans les
domaipes de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres agfi 5 Normes
interngtionales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des S sibles au
public| (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). L&€ur éla oratl iée a des
comitgs d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa i€iper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalgs, articipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation on (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les decisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questionstechn ese ent, dans |a mesure
du pogsible, un accord international sur les sujets étudiés, € ey &S nationaux de la CEI

intéregseés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les P andations internationales et sont agréées
commg f gnnables sont entrepris afin que la CEI
s'assy RENY: peut pas étre tenue regsponsable
de I'é par un guelconque utilisateur final

Dans ! 'uni ité i i ités nationatx de la CEIl s'engagent, darls toute la
mesu i 3 i Publications de la CEIl dans leurs publications
nation Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou reglonales corre s.€n termes clairs dans ces derniéres

La CHI elle-méme ne fournit e ati ite. Des organismes de certification indgpendants
fourni ices._d'éva O ité et, dans certains secteurs, accédent aux mgrques de
confoqmité de la CEI. 9 un des services effectués par les organjsmes de
certification indépendants.

Tous les utilisat ive gu'its sont en’ possession de la derniére édition de cette publicafion.
Aucune responsabilité ne “doi et 56/ 3 a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris se exerts particuliers et les membres de ses comités d'études et de§ Comités
nationaux de la GEI, i ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
dommfage de € ity directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprig les frais

de justice)
toute autre i oM au crédit qui lui est accordé.

ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

L'atter i références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référe bligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’atte attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I’objet|de dfoits de-breyet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de fels droits

de brgvets et’de ne pds avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61191-2 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1998, dont elle
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

inclusion du document IPC-A-610 sur la qualité d'exécution en tant que référence

normative;
mise a jour d'une partie de la terminologie utilisée dans le présent document;

correction des références aux normes CEl;

prise en compte de I'utilisation de créme de brasage et de métallisation sans plomb.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

91/1091/FDIS 91/1103/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une list bles de

cartes imprimées, peut étre consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié ate de
stabilité| indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.ie onnées
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicatio

e reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —

El:2013

Exigences relatives a I’assemblage par brasage pour montage en surface

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 61191 donne les exigences relatives aux connexions brasées

pour mq
le monf
d'autres
a borne

2 Réflérences normatives

Les dod
partie,

référeng
derniérg

CEI 611
Exigenc

techniqies de montage en surface et

IPC-A-6

Sauf spécifi

obligato
écrite d

Le term
Le term
exprime

(«seray).

ntage en surface. Les exigences se rapportent aux ensembles integrant unig
age en surface ou aux portions d'ensembles pour monta n_surfage
technologies associées (par exemple montage par trous traye ntagd

etc.).

uments suivants sont cités en référence de r
dans le présent document et sont indisp
es datées, seule I'édition citée s’appli

: intégralit
application. H
nces non da

91-1:2013, Ensembles de cart WPrimeé artie’ 1: Spécification génd
es relatives aux ensembles/ électrigu électroniques brasés utilis

écification sateur, le terme «doit» signifie que I'exige
ire. Tout<éca ne exigence obligatoire («doit») requiert I'acc
e ['utilisateur, ' u travers du dessin de I'assemblage, de la spég

uement
incluant
a puce,

E ou en
our les
ées, la
ements).

rique —
ant les

nce est
eptation
ification

«peuty»)
ntention

4 Exigences générales

L'Article 4 de la CEI 61191-1:2013 constitue une partie obligatoire de la présente norme.

La qualité d’exécution des ensembles montés en surface doit satisfaire aux exigences du
document IPC-A-610E, conformément aux exigences de classification de la présente norme.

5 Cla

ssification

La présente norme reconnait que les ensembles électriques et électroniques sont soumis a
des classifications correspondant a l'utilisation finale prévue pour l'article. Trois classes
générales relatives au produit fini ont été établies afin de refléter les différences au niveau de
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la productibilité, de la complexité, des exigences de performances fonctionnelles et de la
fréquence des vérifications (contréle/essai). Il s'agit des classes suivantes:

Niveau A: Produits électroniques généraux

Niveau B: Produits électroniques spécialisés

Niveau C: Produits électroniques a haute performance

C'est a l'utilisateur des ensembles que revient la responsabilité de déterminer le niveau
auquel le produit appartient. Il convient d'admettre d'éventuels empiétements de matériels
entre différents niveaux. Le contrat doit spécifier le niveau exigé et indiquer toute exception

ou exigence supplémentaire concernant les paramétres, le cas échéant (voir 4.3 de la
CEI 61191-1:2013).

6 Moptage en surface des composants

6.1 Généralités

ce a braser
le montage en
adaptés |pour la

Le prégent article couvre l'assemblage de composants
manuellement ou a la machine et comprend des compo
surface| ainsi que des composants pour trous traye
technolggie de montage en surface.

6.2 Exigences d'alignement

oit étre
Oles de

Le confrole de processus a toutes le
suffisanft afin de permettre la réalisatio
raccord

Les fadg plages
d'accue sants et
des pla sion de
placemd

6.3 (

Si des dontrél
6.2 et I'pbjet d

aptés ne sont pas mis en place pour assurer la confprmité a
exigences détaillées de I'Annexe A doivent étre obligatoires.

6.4 Exi cescrelatives aux composants pour montage en surface

Les sorfi ompuasants destinés au montage en surface équipés de sorties doivent étre
forméeg selon leur-eohfiguration définitive avant le montage. Les sorties doivent étre formées
de manigre.que le joint sortie-corps ne soit pas endommagé ou dégradé et qu'il soit pgrmis de
les metire en place par brasage lors de processus ultérieurs n'occasionnant pas de
contraintes résiduelles diminuant la fiabilité. Quand les sorties de boitiers & deux rangées de
broches, de boitiers plats et d'autres dispositifs a sorties multiples perdent leur alignement au
cours du traitement ou de la manipulation, il est permis de les redresser afin d'assurer le
parallélisme et lI'alignement avant le montage, tout en maintenant I'intégrité du joint sortie-
corps.

6.5 Formation des sorties de boitier plat (flat pack)
6.5.1 Généralités

Les sorties placées sur les cotés opposés de boitiers plats pour montage en surface doivent
étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du composant et la
surface de la carte imprimée (c'est-a-dire l'inclinaison du composant) soit minimal.
L'inclinaison du composant est permise a condition que la configuration définitive ne dépasse
pas la limite d'espacement maximal de 2,0 mm (voir Figure 1).
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Pas de courbure
a l'intérieur du joint

AT R

c
45°-90° / Il?

2,0 mm au maximum

—» le—

IEC 1364/13
6.5.2
Les sorj' B-COrps.
Les co hyon de
courbure gle que
forme cg ort ala
plage d’
6.5.3
La défo
a) il n'gxi tiel,
b) le jojnt ou la d rmation,
c) elle pe dépasii} S
d) la partie supérie $t admis
que corps,
toutefois
e) lab asser le
doul
f) les|
6.5.4 Sorties aplaties
Il est permis daplatir (forger) les composanis presentant des soOriies axiales a coupe

transversale arrondie pour ménager une assise slre pour le montage en surface. Si
I'aplatissement est utilisé, I'épaisseur aplatie ne doit pas étre inférieure a 40 % du diametre
d'origine. Les zones aplaties des sorties ne doivent pas étre soumises a l'exigence de
déformation de 10 % en 6.5.3 de la CEIl 61191-1:2013.

Les sorties aplaties placées sur les cbétés opposés d'une piéce pour montage en surface
doivent étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du
composant et la surface de la carte imprimée (par exemple, l'inclinaison du composant) soit
minimal.
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6.5.5 Boitiers a deux rangées de broches (DIP)

NOTE DIP = Dual-in-line packages

Il est permis de monter en surface les boitiers a deux rangées de broches, a condition que les
sorties soient configurées de maniére a respecter les exigences de montage relatives aux
piéces chargées montées en surface. L'opération de préparation de la sortie doit étre réalisée
en utilisant des systémes de formation/découpage a matrices. La formation et I'ajustage
manuels des sorties sont interdits.

6.5.6 Piéces non configurées pour le montage en surface

Les boitiers plats de configuration pour trous traversants, les transistors, les boftiers
métalligues de puissance et autres composants équipés de sorties non axiales™e doijent pas

igences
relatives a la formation de sorties de dispositifs montés en surface. sati doivent
faire I'olbjet d'un accord entre I'utilisateur et le fabricant.

6.6 Pletits dispositifs a deux sorties
6.6.1 Généralités
définies

Les exigences détaillées pour le montage de petits sorties sont

dans leg paragraphes suivants.

6.6.2 Montage par empilage

Quand [fempilage de piéces est permis ent pas
former de pont au niveau de I'écartement Hue des
terminailsons ou autres composan puce.

6.6.3 Dispositifs a

Les composants dotés d'éléme nme les
«chips»| résistifs\doivent & la carte

impriméle ou du subs

6.7 Plositi ps du’'composant équipé de sorties

6.7.1

Il est p{ par affleurement (c'est-a-dire sans hauteur d'élévation) deg piéces
montée; ces protectrices et sur des piéces isolées, positionnées sur up circuit

ou sur des,surfaces_sans circuit exposé. Les sorties des piéces montées sur un circuitf exposé
doivent [éfré-formées de fagon a présenter une distance minimale de 0,25 mm entre|la base
du composant—et—te—circtit—exposé—te—dégagementmaximat—entreta—base—du——corps du
composant équipé de sorties et la surface de cablage imprimée ne doit pas dépasser 2,0 mm.

6.7.2 Composants équipés de sorties axiales

Il convient de ménager un espace maximal de 2,0 mm entre le corps d'un composant monté
en surface équipé de sorties axiales et la surface de la carte imprimée, sauf si le composant
est fixé mécaniquement au substrat par un adhésif ou par d'autres moyens. Les sorties sur
les cbtés opposés des composants montés en surface et équipés de sorties axiales doivent
étre formées de fagon que l'inclinaison du composant (non-parallélisme entre la surface de
base du composant monté et la surface de la carte imprimée) soit minimale, et en aucun cas
I'inclinaison du composant ne doit entrainer une non-conformité aux limites d'espacement
maximales.
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6.7.3 Autres composants

Les composants en boitier TO ou a profil haut (c'est-a-dire supérieur a 15 mm), les
transformateurs et les boftiers métalliques de puissance peuvent étre montés en surface, a
condition qu’ils soient attachés ou tenus a la carte de maniere a supporter les chocs,
vibrations et perturbations environnementales.

6.8 Piéces configurées pour le montage de sorties en about

Il est permis, pour les produits de niveau A et B, de monter en about les composants congus
pour I'assemblage par trous traversants et modifiés pour la fixation de joints en talon, ou les
boitiers a deux rangées de broches a sorties rigides. Le montage en about n'est pas autorisé

Surles ae n a a s omposanit a ele Qn DO e moniaqge en face.
6.9 Ljmites de couverture d'adhésif non conducteur
Quand |[ils sont utilisés pour le montage de composants, |>fs non

conducteurs ne doivent pas se répandre sur les zones a brasé€ ison ou

les trous traversants métallisés, ni les masquer.

7 Exigences d'acceptation
7.1 Généralités

Les matériaux, processus et procédure acifiés dans la CEl 61191-1 permettent
de réallser des interconnexions brasées 2rielire aux exigences minimales
d'acceptation pour le montage en sufface conte dans cet article. Il convient |que les
processus et leur contréle permettent\la roduit respectant ou dépassant les
criteres|d'acceptation relatifs~au nivea

7.2 C

Les exi bs, a la
détermi dans la
CEIl 611 hgraphe
suivant tage en
surface

7.3 Br

7.3.1

Les join ies brasés sur les composants congus pour le montage en |surface

doivent [présenter des joints brasés répondant aux descriptions générales de I'Article |0 de la
CEI 6119T-T:2Z0T3 et aux mesures speciiiques definies de 7.3.3 a 7.3.12 de la présente
norme. Certains composants montés en surface s’aligneront au cours du brasage par refusion,
mais un degré de non-alignement est permis dans la mesure spécifiée. Cependant,
I'espacement minimal étudié entre conducteurs doit étre respecté.

Dans les alinéas suivants, certaines caractéristiques du joint ne sont pas spécifiées au niveau
de la taille et la seule exigence concerne I'existence d'un raccord ayant un mouillage correct a
la fois sur la sortie et sur les plages d'accueil, qui doit étre visible. Des dimensions
géométriques ne possédant aucune exigence spécifiée sont considérées comme non critiques
pour les performances de l'interconnexion.

Les joints pour montage en surface formés sur un connecteur, une douille ainsi que d'autres
sorties sans support mécanique, soumis a une contrainte résultant de l'insertion et du retrait
de composants ou de cartes imprimées, doivent respecter les exigences du niveau C.
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7.3.2
7.3.21

Hauteur de raccord brasé et raccords de talon

Généralités

La hauteur F des raccords brasés, y compris les raccords de talon, telle qu'elle est exigée
dans les paragraphes suivants, doit étre jugée d'aprés la distance d'élévation de la brasure
appliquée par rapport a la surface jointe. La Figure 2 illustre cette mesure pour des joints de
égale mais de volume de brasure différent. En 7.3.3 a 7.3.12, pour certaines

hauteur

configurations de sorties,

les criteres de hauteur minimale de raccord acceptable font

référence a I'épaisseur de la sortie T, ou la moitié de I'épaisseur de la sortie (0,5 T). Quand

elle fait référence a T, la hauteur du raccord de talon par rapport a une sortie formée doit étre

mesurée au mveau du pomt le plus bas du rayon de courbure mterleur de la sortle comme
b

I'indique
fait réfé

B sur lep

NOTE Leg

tableau d
7.3.2.2

Une tec
au coe

Figures 3 a 5).

paragraphe 7.3.3 est organisé de fagon a fournir l'alinéa de l'exige
mensionnel décrivant les détails spécifiques.

Contours de la connexion de brasure

niveau

iée et un

ion due

expansion) eéntre le

posant,
ilisation
ts sans
ndante,
due au

Voir une

compos orties du com

aux dis es normales. L’u
d’espacp e. Les composan

sorties me doivent pas étre soudés en e mte connexion filaire redd

entre |g i de la désadaptation
coefficig porteurs de terminaisons seulemment en
partie b 7.3.9) n'ont pas besoin d’a
épaisse

Les con

le dess
d'une cq

désadaptations dues a
n d‘ass :
' nnexion brasée

7.3.2.3

Le talon

NOTE L

7.3.2.4

ceptions utilis

Il est pd

nserles
ees sur

rmis d'installer ou de placer par brasage les composants (par exemple conn

ecteurs

ou circuits flexibles) dont la conception comprend des barres de raccordement sécables avant
I'enlevement de la barre de raccordement. L'exposition de la partie métallique centrale

résultan

t de I'enlévement de la barre de raccordement est autorisée.
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F = Hauteur de raccord

A

1365/13

Figure 2a — Hauteur de raccord

™\ eur projetée de la sqrtie
—p| |<4— T =épaisseurdelas
T
A = poinflle plus bas a
I'intéfieur du rayon
de cqurbure \
/ 4 7/

-

IHC 1366/13
auteur de raccord faisant référence a I'épaisseur de la sortie

Figure 2 — Hauteur de raccord

7.3.3 Sorties plates en L et en aile de mouette

Les joints brasés entre les plages d'accueil de substrat et les sorties plates formées en L et
en forme d'aile de mouette, constitués de matériaux rigides ou flexibles, doivent respecter les
exigences relatives a l'alignement et au raccord brasé de la Figure 3 pour chaque niveau de

produit.
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Dépassement de coté

g
W

-39 —
Sortie
[ W]
AN
? K Pastille
A [ C»

Dépassement de
I'extrémité du pied

Largeur du joint d'extémité

rd
N
/<W
LS

Autres configurations de sortie

Voir note 2
du tableau
Ligne centrale de T pant le
T courbure
+
'
¢—— D ——>
D = longueur du joint de coté W = largeur de la sortie T=
IEC 1367/13
Dimensions en npillimétres
Caractéristique Dimens}oq \ine A / Niveau B Niyeau C
Dépass¢ment maximal de coté A 1/2 Wou 0,59, 174 Wou 0,59,
selon la plus petite | selon Ia plus petite
valeur. 1/3 W pour Valeur
les dispositifs avec
(—\ un pas <0,5 mm
Dépassg¢ment maximal de B Non autorisé Non|autorisé
I'extrémité du pied
Largeur|minimale @t % Ww-A W-A
d'extrénpité ©
Longue r m|n|male t de D 1/2 L 2/3 L B/4 L
coté
Hauteur maxi ale u raccard E ea a a
talon
Hauteur du cord F e G+1/2T 5+ T
talon
- e e e
Epaisseur m|n|m de Ia oudure G
Pour lep sorties rea\sées en alliage 42 Fe-Ni, il convient de prendre les criteres du niveau immédiatement
supérielr.
@ |l est permis que les raccords de brasage pour les niveaux A et B s'étendent au travers de la courbure du haut.
b Les sorties dépourvues de cobtés ou d'extrémités mouillables de par leur conception (comme les sorties
estampées ou cisaillées a partir du matériel préparé) ne possédent pas obligatoirement de raccords de c6té ou
en extrémité, mais le dépassement de c6té n'est pas permis (tous les niveaux).
C  Les dispositifs o W est supérieur a D ne doivent pas étre soumis aux exigences pour les joints de coté de ce
tableau.
d  Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.
€ Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.
Figure 3 — Sorties plates en L et en aile de mouette
7.3.4 Sorties arrondies ou aplaties (forgées)

Les joints formés au niveau des sorties arrondies ou aplaties (forgées) doivent respecter les
exigences de dimension et de raccord de la Figure 4 pour chaque niveau de produit.
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R

< Largeur du

joint d'extrémité

Voir note?
du tableau .
N \\ W = largeur de la sortie aplatie
A ) | ou diamétre de sortie arrondie
\ / | Ligne coupant le ﬂ
/ \ .~ rayon de courbure u niveau
k ., G le plus bas
N ) P %
““““ F
¥
T
e——D——»
Hauteur du raccord
Lohgueur du joint de coté de talon
IEC 1368/13
sions en millimetres
CGaractéristique Dimension Nivejau C
Dépassenijent maximal de cété A 1714 W
Dépassenjent maximal de B e
I'extrémitg du pied
Largeur minimale du joint (o} ° WA
d'extrémite
Longueur inimale du joint de D i W 23 L 3/4 L
coté
Hauteur maximale du raccord w E Nt a
talon aN
Hauteur mjinimale du r. coranM I'\ \ © G+1/2T G}y T
Epaisseur|minimale ae\lﬁoué{re \@\ ° ©
Hauteur ninimale du jointde c“t\e/\ \/ ¢ G+1/2Tou G+1RTou
G + 0,5, selon la G + 0,5,|selon la
plus petite valeur plus petife valeur
@ llest rds\de brasage pour les niveaux A et B s'étendent au travers de la courbure du haut.
Il con re-ne s'étende pas sous le corps des composants pour montage en surface & profil bas
dont | alliage 42 Fe-Ni ou métaux similaires.
®  Nedo cement minimal étudié entre conducteurs.
¢ Existe raccord correctement mouillé.
Figure 4 — Joints de sorties arrondies ou aplaties (forgées)
IEC 1369/13
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7.3.5 Sorties en J
Les joints formés au niveau des sorties présentant une forme en J a I'emplacement du joint

doivent respecter les exigences de dimension et de raccord de la Figure 5 pour chaque
niveau de produit.

I« W—p

ﬁltiT W .
w "4

A /
(Ii)épa_ls§ement Dépassement de
e coté I'extrémité du pi
Voir fote?
du tgbleau B

Longueur du joint de coté

Pastille

émité

IEC 1369/13

Dimensions en nillimétres

Caractéristique Dime&s}xq \N-'r/eau A Niveau B Niveau C
A

Dépassenment maxinza/lﬁexc ) 172 W 172 W 174 W

&

Dépassement maximM B cf af qf
I'extrémitg du pied

d'extrémit

Largeur nfinimale du @t \\C/ d w-A wh A

Longueur |minimale du joint d \/ D d 112w 112 W
coté °© NS

Hauteur nf Meﬁ\ra\@\om\) E 2 a i

Hauteur n inimalwcco\y F > G+12T G T
Epaisseur minimale de la soudure G d d i

a

Il convient que Te raccord de brasure maximal Ne soit pas en contact avec 1e corps du boiter.
®  La hauteur maximale jusqu’au rayon de courbure ne doit pas excéder 2 T. Les raccords doivent exister au bout
et au talon de la sortie en J.

Paramétre non spécifié.

Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

Les raccords de c6té ne sont pas nécessaires pour les sorties ne possédant pas de cotés mouillables de par
leur conception (comme les sorties estampées a partir de matériau pré-métallisé).

Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 5 — Joints de sorties en J
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Les joints brasés sur les composants présentant des extrémités de configuration carrée ou
rectangulaire doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la Figure 6
pour chaque niveau de produit.

——

F T
H
w * I
- G RIS |
UTpa STTICTTL —l 7 Y \ *
y latérale de la w [ N
% terminaison
[=] Dépassement B
\ de l'extrémité
Voir notg?
du tablegu
L e
— —

f;

]
0]

4D M

Recouvrement des extrémités

H = hauteur de la zone de terminaison
W = largeur de la zone de terminaison

)

R/= largeur de la pastille

Dimensions en n|

Terminaison
a cing faces

IEC 1370/13

pilliméetres

Qaractéristique N bi&nension Niveau A Niveau B Niveau C
Dépassement maximal de c§ é\é\/\ W1,5, selon | 1/3 Wou 1,5, selon | 1/4 W ou|1,5, selon
la plus petite valeur | la plus petite valeur | la plus pqtite valeur
Dépassemgnt de I'exWé \ \B\ Non autorisé Non autorisé Non altorisé
Largeur minimale du joi 172 W 172 W 314 W
d'extrémité
Longueur ninimmﬁi}@{ \ D d 12T 3T
[
Hauteur mz%r}alg\w r%{o}j @ a a i
Hauteur mjnim (Macc W F d G +1/4 Hou G+ 1M Hou
G + 0,5, selon la G + 0,5|selon la
plus petite valeur plus petite valeur
Epaisseur rigimale de soudure ° G d d op’
Recouvrement minimal d'extrémité 213 T 213 T 3/4T
[
@ Il est permis que le raccord maximal dépasse la plage d'accueil ou s'étende sur le haut de la métallisation

d'extrémité; cependant, la brasure ne doit pas s'étendre plus loin sur le corps du composant.

e Sauf si la preuve d'un nettoyage satisfaisant peut étre apportée avec un dégagement réduit. G n'est pas spécifié
quand le nettoyage n'est pas exigé.

¢ Non exigé pour les composants de type a terminaison sur une face seulement.

Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

¢ Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 6 — Composants a extrémité rectangulaire ou carrée
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Sorties d'extrémité cylindrique

Les joints brasés des composants possédant des sorties d'extrémité cylindrique (MELF par
exemple) doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la Figure 7
pour chaque niveau de produit.

=
/

N

>

o

Dépassement de cbté

B

Dépassement d'extrémité

Voir note @
du tableau T
T
'
E i
| I
ey
! ¥
i ( 1> G ) F
L ] TR ]
<J>| 14 D P
Longueur du joint de coté
et recouvrement d'extrémité
EC 1371/13
Dimensions en nillimetres
Chractéristique N imension NivMA Niveau B Nive¢au C
Dépassemient maximal de cé}té\\/ A\ 13w 13 W 17k w
Dépassemfent de I'ex{f/é%gé > 2 B )Non autorisé Non autorisé Non gutorisé
Largeur m{nimale du joint_ c\> b 172 w 17p w
d'extrémité
Longueur minimale du\joinhd D b 12T 3BT
coté
Hauteur mpaximale du raceord \/ E 2 b e
(extrémité 5/&3@ S
Hauteur mjni ed\&@c w F ® ° G+1f4 Wou
(extrémité et cote G + 1,0| selon la
plus petjte valeur
Epaisseur [mininale de la soudure G b b °
Recouvrement minimal J 213 T 2/3T T
d'extrémité

a

Il est permis que le raccord maximal dépasse la plage d'accueil ou s'étende sur le haut de la métallisation

d'extrémité; cependant, la brasure ne doit pas s'étendre plus loin sur le corps du composant.

Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.
Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 7 — Sorties d'extrémité cylindrique
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Terminaisons seulement en partie basse
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Les composants a puce discrets, les porte-puces sans sorties et autres dispositifs présentant
des terminaisons métallisées seulement en partie basse doivent respecter les exigences de
dimension et de raccord brasé de la Figure 8 pour chaque niveau de produit.

de cété

Dépassement

Dépassement
d'extrémité

B P

-l

[

—»

Longueur du joint de coté

RN

NN

argeur dé la pastille

Dimensions en n|

IEC 1372/13
nillimetres

Caractéristique [\ B‘m?ﬂiion Niyl:au A Niveau B Niveau C
Dépassement maximalde c&té >-\\ \ ad ad d
Dépassement de I'e&éﬁté < \\Q Non autorisé Non autorisé Non dutorisé
Largeur nfinimale du join W 12 w 12 w b w
d'extrémité
Longueur minimeﬂe\du\igin\t@e\c{)té ~p a a °
Hauteur n| aximéke du\rac\{Qrc}\ ) E a @ °
Hauteur n@nﬁte\\ig @(‘QFd F a @ °
Epaisseu mwe%e SBQM G b e 0}2°
®  Paranjétre mioh. spécifié
®  Existehce/évidente d'Un raccord correctement mouillé.
¢ Sauf sttapreuve gunm nettoyage satisfalsant peut 8tre apportée aveT Un degagement Teduit G Test pas spécifié

quand le nettoyage n'est pas exigé.
¢ Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 8 — Terminaisons seulement en partie basse
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